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Prufungsantrag gem. S 44 PatG tst gestellt 

® Chipkarte mit integrierter Batterie 

© Ee wfrd eln Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 
mft integrierter Batterie vorgeschlegen, wobei anatalle 
der Integration efner vorgefertfgten Batterie die Fertlgung 
der Batterie In den HerstellungsprazeB der Chipkarte Inte- 
griert wfrd. Dazu wfrd eine Lerterbahnatruktur (8) auf eine 
Tragerachicht (6) aufgebrecht In efnem Teilberetch (8b) 
der Uiterbahnatruktur (8), die ale Elektrode fOr die Batte- 
rie (3) diem, wird efn Elektroryt (11) In Form einer Elektro- 
lytpaste eufgedruckt Oder uber eine Maafce aufgetragen 
odar In Form einer Elektrorytfolie aufgeUebt Da ruber 
wird eine Deckfblie (6) mft einer Gegenletterbahnatruktur 
(9) so auflaminiert daS ein Teitberelch (9b) der Geganle*- 
terbahnstru ktur (9) die Gegenelektrode fflr die Batterie (3) 
bildet 

Diese KonstruWon iat besondera vorteilhaft fur Chlpkar- 
ten mit Display* (2). da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 
, (3) in einem Arbeftsgang mft den Elektroden (8c, 9c) dea 
Displays (2) gefertigt warden kdnnen. 
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Bescfareibung \brteil daraus, daB diese ofanebin herd is Hektrodcn fur das 

Display aufweiseB, wobei diese Elektrodea Ublicherweise 

Die Erfindung betrifft cin Vfertahren zur Herstellung ciocr einen intcgrmien Bcstandreil der Lriterbahncn bilden. Indcm 

Chipkarte mit integriecter Batterie nach der Gattung dts dicsc Leiterbafineo nunmchr zus&zlich Teilbcreicbe anrwei- 

Haupttnspruchs sowic cine cntsprechende Qripkarte nacb 5 sen, die als gcgcnpolige Elektroden fQr den Hcktrolytcn dic- 

der Gaming des nebengeordneten Anapruchs 8. nea, kann (tie Batteriefertigung obne wesentlichea Aufwand 

Oblicheiweise werden die elektrischen Bauteile ciner in cine Displaychipkartenfertigung integricrt werden. Alt 

Chipkarte von auBen mit Strom versorgt beispielsweiae TniirrHfhfr Schritt ist nur das Aufbringen des Eletoolyten 

wa*hrend die Chipkarte im Terminal eiaea Bankautomaten erfegderiich, DafttrentfaBea das Binsetzen ciner besonderen 

eingefuhrt ist Neueze Auwcndungen sebea voc, Datea ana 10 Batterie uad daa dektrische Aaschliefien der Leiterbahnea 

der Kane unabhflngig von cinem aolchen Terminal aoslesea an die BanericanscnluBflacbca. 

uad anznzeigea und erfordcrn dazu db Integration ciner Nachfolgend wild die Erfindung unter Bezugnahme auf 

S tromquelle umnittelbar in die Karte, Ein typiacber Amvea- die Zeichnung niher eriflutert Ea zeigen: 

dimgsmQ Merfur ist die sogenanate Geldkarte mit Display Fla> 1 cine Chipkarte schematise* is Draufsicht uad 

zur Anzeige dea auf der Karte noch verfflgbaren Gcldbe- 15 Fig, 2 erne Oripkarte schematisch im (Jierschmtt. 

In Fig. 1 iat cine Chipkarte 10 mit in die Chipkarte inte- 
Oripkarlcn rind durch cine ISO-Norm in ihren Dimensio- grieztem Chip 1 dargesteUt Beispielhaft wird dabei von ei- 
nen, insbesondere anch der nvmmalta Dkkc, gcaormt Ein ner w^irtw^ Chipkarte ausgegangea, weshalb der im 
generclles Problem besteht deshalb daria, leistungsfShige Innenn der Chipkarte 10 angeordncts Chipl strichliert an- 
Baneriea berzusteilen, die dlinn genug sind, um in Qripkar- 20 gedeutet ist Die Erfindung ist aber giekhermaBcn fur kon- 
ten integricrt werden zu kdnnea. Aus der Wutschalurwoche taklierende Karten oder DuaMnierface-Karten, bci denen 
21, Januar 1999. Wolfgang Kem pkc a . "Dunn wie Papier", die Datenubenragung mittcls an der KaitenoberfiScne lie- 
ist cine Batterie bekannt, bd der die Elektioden aus hauch- gender Kootaktflichen crfolgt, anwendbar. Die in Rg. 1 dar- 
dunnea FoUen aus Maaganoxid und lithium bestehea, zwi- gestellte kontaktlose Karte besim fur den Datentransf er mit 
schen denen als Elektroiyt cine ditane Spezialkunststoff- 25, exteraen Gerana eine Amenn^ 

schicht angeordnet iat Die Elektroden wdsen Oblkhe An- fiber eine meat dargestellte elektxische Verbindung elek- 

schluBaacben zur Verbindung der Batterie mit den Leiter- triscfa lei tend verbunden ist Die Antennenspule 4 befindet 

bahnea der Chipkarte auf. ska, wie durch strichlierte Darstellung angedeutet, ebenf alls 

\bn der Firma E C R.*Elcctro-Chenncal Research, Ltd. imlnncren der Chipkarte 10. Weiterhin besitzt die Karte 10 

76117 Rehovot, NL, wild writer cine ultradunnc, schicht- 30 cmDisplay 2, dasdte Anzrigevc«Daten auademOripl er- 

weise aufgebaute Batterie fur Chipkartea angeboten, die als laubt Das Display 2 kann gleichzeitig als Tastatur fungie- 

RHSS-Batterie bekannt ist (RHISS » rechargeable hydro* rea. Einen wdteren Beatandteil der Chipkarte 10 bildet eine 

gen ion solid state electrolyte). Die RHBS-Batterie ist zwi- Batterie 1. die, wie durch strichlierte Darstellung angedeu- 

schen 035 und 0,70 mm diinn, wird in cinem Battericpack tet, ebenf atts in das Innere der Chipkarte 10 mtegriert ist 

isoliert und in die Chipkarte cingesetzt ixm dort mit dea Lei- 35 Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Chipkarte 10 sche- 

terbahnen der Cmpkarte flber Wire-Bond-DrShte verbundea matisch im Querschnitt Die Darstellung dient dabei ledig- 

zuwe ? dcn : J „ hefa zur Vfareiichanlictumg der die Chipkarte bildenden Be- 

Aufgabe der vcaliegenden Erfindung ist es, das Koazept standteile und reprisentieit nkht die \ferhalmisse in dner 

der Batieriewtegration in Chipkarten hinsichtlich Fertigung realen Chipkarte nrit Normdicke, Die Karte 10 besteht aus 

und luastungsfahigkeU weiter zu verbessera. 40 ciner Iragerschicht 6, einer Kartenkorperschicht7urideiner 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein \ferfehren mit den Deckschicht 5. Zwischen Iragerschicht 6 und Deckschicht 5 

Merkmalen des H a up tansp r uchs sowie durch eine Chip- sind die elekrronischen Bauelemente angeordnet namlich 

karte, wie sic im nebengeordneten Produktanspruch 8 ange- der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 

geben ist Die Losung zeichnet sich dadurch aus, dafl auf die nicht dargestellte, Spule 4. 

Elektroden, die einerseits mit dem Elektroiyt und anderer- 45 Die Chipkarte 10 wird schriuweise auf der Tragerschicht 

seits mit den Leiterbahnen der Chipkarte in Verbindung 6 aufgebaut Zunachst wild eine Leiterbahnstruktur 8 auf die 

sind, verzichtet wird, Standessen werden die Leiterbahnen Tragerschicht 6 aufgebracht beispielsweise durch Aufdnik- 

so ausgebildet daB sie selbst die gegcapoUgen Elektroden ken oder im Atzverrahrea. Die Ixiterbahnstruktur 8 gliedert 

fur den Elektrolytcn bilden. Dazu wird der Elektroiyt als Pa- sich in mehrere Bereicbe 8a. 8b, 8c Hn crster Bereich 8a 

ste oder ah Folie auf o^jenigenTeU der Leiter^ SO dient dabd zur Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 

bracht der die rigentlicbe Elektrode crsetzt und liber dem struktur 8. fin zweiter Bereich 8b bildet eine erste Elektrode 

Elektroiyt wird die Gegenleiterbahn so angeordnet dafl ein fur me B atterie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Elektroiyt 

Teil dieser Gegenleiterbahn die Gegenelekuode fur den 11 und Gegenelektrode 9b besteht En weiterer Bereich 8c 

Elektroiyt bildet Auf diese Wsise entfaUen gesonderte Bat- bildet femer eine Elektrode fur das Display 2, das insgesamt 

terieelektiodenschkhien, wie sic in den bekannten Batterie- 55 aus Elektrode 8c, aktiver Schicht 12 uad Gegenelektrode 9c 

konzepttn vorgesehen sind. Das erfindungsgemane \%rtab- besteht Gleichzeitig mit der Lciterbahristruklur 8 wird 

rea bietet dadurch den \forteil, dafl fur dea Elektrolytea ein zwecknulflig che Antennenspule 4 realisiert 

groSerer Bauraum zur Verfugung stent so daB die Norm- Auf der Uiterbahnstniktur 8 werden die einzelnea elek- 

dicke fur Chipkartea eingehalten werden kann. Desweiterea tronischen Bauelemente aufgebaut Dabei wind der Chip 1 

kann die Batterie umnittelbar wShrend der Chipkarteoferti- 60 beispielsweise in Flir>Chip-Technologic mit dem Bereich 

gung hcrgesteUt werden und braucht nicht als separates Zu- 8a der Uiterbahnstruklur 8 elektrisch verbunden. 

lieferteil in die Karte integricrt zn werden. Dadurch eatfalU Auf dea Bereich 8b der I^terbahnstruktur 8 wild sodann 

das Boodea der EUkrroden aa die Leiterbahnen, wodurch ein fester Elektroiyt U aufgebracht Das Elektrolytmaxerial 

die Fertigung kosten gunsti ger wird. Zudem kann die Batte- kann beispielsweise eine Elektrolytpaste oder eine Elektro- 

ne je nach Oupkarte individuca an die Chipkarterujeomc- 65 lytfohe sein, wie sie aus dem eingangs wiedergesebenen 

trie und die Uistungsanforderungen bei der Chipkartenfer- Stand der Tcchnik bekannt sind. Als Paste wird der Hektro- 

D8 *i^T^ We "^ , ^ • . • u lyt voctciIhaft ^gedruckt etwa im Siebdruckverfiuiren, 

Fur Chipkarten nut Displays crgibt sich em besonderer oder Qber eine Maske aufgetragen. Die Verwendung ciner 
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Paste hat den Vforteil, daB die Fixierung des Elektrolyten ein- 
fachisL 

Auf den Teilbereicb 8c der Leitezbahnstiuktur 8 wild eine 
aktive Schicht 12 fur das Display 2 aufgebracfat. Bei dem da- 
fur verweodeten Material kann es sicfa urn FlOssigkrisulle 3 
handeln, die ihren Zustand zwischen opak und transparent 
wechseln, beispielsweisc PLC, ChLCD oder PDLC Alter- 
nativ kornraen aknv leucntxnde Stoffe in Betracht, d. h. Ma- 
teri alien, die bea Anlegen einer Spannung aktiv leuchten, 
beispielsweisc LEDs, ELDs oder OLEDs. Das Display 2 io 
kano gleichzeing die Funktion einer lastatur besitzen. Auf- 
ban und Funktionsweise eines sokhen Displays sind detail- 
licit in der deutscfaen Patentanmeldung Nr. 198 28 9783 be- 
schrieben, auf die hierzu ausditicklica verwiesca wild. Der 
Bereicfa 8c der Ldterbahnsmikng 8 bildet einc EUkttode fur is 
die aktive Schicht 12 des Displays 2. 

Vor oder nach dem Aufbau der elektronischen Bauteile 
auf der TVagerschicht 6 wird auf der Trigendricht 6 eine 
Karienkarperschicht 7 angeordnet, die Aussparungen fur die 
elektronischen Bauteile besitzL Die Kartenkdrpcrsdncht 7 20 
wild auf der Trlgerachicht * «iflan«wwt Per Laminier vor- 
gang kann gegebenenralls zusammen mit der Deckfohe 5 
erfolgen. 

Ober der Kartenkdrperschicht 7 und den auf der lYager- 
schkht 6 aufgebauten elektronischen Bauteilen wird ale 25 
Deckschicht 5 angeordnet. Auf der dem Karteninneren zu- 
gewandten Seite der Deckschicht 5 wird dabei eine Gegen- 
leiterbalmstrukcur 9 angelegt Zweckmafiig wird die Gegen- 
leiterbahnstruktur 9 glekhfalls durch Aufdrucken oder im 
Aaverfahren erzeugt und gliedert sich in Teilbereiche 9b 30 
und 9c. Die Gliederung der Gegenlriterbaiuistruktur 9 ist so 
ansgebildet, daB der leilbereich 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektrode 8c dea Displays 2 bildet, wanreod der Teilbereicb 
9b im Bereicfa der Batterie 3 angelegt ist, so daB er cine Ge- 
genelektrode zur Elekirode 8b der Batterie 3 bildet Die die 3S 
Elektroden des Displays 2 bildenden Teile 8c und 9c von 
Leiierbahn- bzw. Gegenleiterbahnstruktur mussen dabei le- 
digtich elektrisch leitfBhig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bildenden Teile 8b und 9b mussen daruncrhinaus ge* 
genpolig sein, so daSsieals Anode und Kathode eine Stronv 40 
richtung definieren. Es kann daher zweckm&fiig sein, zumin- 
dest einel^terbahnstruktur aus zwei unterscmedlkhen Ma- 
terialien zusammenzusctzen. Beispielsweise kann die Ge* 
genleiterbahmtrukrur 9 im Tettbereich 9b aus einem besoo- 
deren Elektrodenmaterial hergestellt werden, wahrend alle 45 
anderen Teilbereiche 8a, 8b, 8c und 9c der Leiterbahnstruk- 
turen 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (TTO) bestefaen. 

Im Falle einer Chipkarte mit Display, wie sic in den Hg. 1 
und 2 dargestellt ist, sollten femer Deckschicht 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damit die so 
aktive Schicht 12 von auBen erkennbar ist Als Material fur 
die Gegenleiterbahnstruktur 9 bietet sich deshalb Inidium- 
zinnoxid (TTO) an, das transparent ist Abgesehen von dem 
Displaybereicb ist die dem Karteninneren zugewandte Seite 
der transparenten Deckschicht 5 bedruckt, so dafl ein Blick ss 
auf die elektronischen Bauteile nicht gewafart wird. Die 
ScHchten 5, 6,7 werden durch Anwendung von Druck und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Kleben nnteinan- 
der lanriniert Aufgrund der Temperarurenipn ndlichkeit des 
Elektrolyts ist die T-nmini*timg nrittels Kleber zn bevorzu- 60 
gen. Wichtig ist eine voUstandige Abdichtung insbesondere 
des Batteriebereichs gegen Feuchtigkeit, da heute erhaltli- 
che Elektrolyten sehr feuchtigkntsempfindhch sind 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundHegenden Kco- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, sondera 65 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kartenfertigung, indem 
die ohnefatn vorfaandencn Ixiterbannstnikturen die Elektro- 
den fur die Barterie bilden - geslattet einer Vielzahl von Ab- 
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wandhingen des vorstehend bescfariebenen Herstellungsver- 
fahrenswic der damit herstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anhand der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte MnschlHch der Bauelemente oder binsichtlich 
der Zahl der Schichten geandert werden. Alteraativ zur elek- 
trischen Hnbeziehung dea Chips 1 nur uber eine trager- 
schicbtseitige Leiterbahnstruktur kann eine den Chip 1 auf 
zwd Seiten kontaktierende Xfcrbindung vorgesehen sein, bea 
der der Chip auch durch die Gegenlriterbahnstruktur kon- 
takttertist 

PatentansprOche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (10) mit 
integriexter Stromquelle (3), tmifassmd die Schritte: 

- Aufbringen einer ersten Leiterbahnstruktur (8) 
auf eine TVagerschicm (6) der Qripkarte (10), 

- Aufbringen eines Elektrolyts (U) Uber einem 
leilbereich (8b) der ersten Leiterbahnstruktur (8) 

- Auftringen einer zweiten Leiterbahnstruktur 
(9) mit einem Teilbereicb (9b) der zweiten Leiter- 
bahnstruktur (9) uber dem Elektrolyt (11), so dafi 
die Teilbereiche (8b, 9b) der Ldterbahnstjukturen 
(8bzw.9)mdirektemKontaktmUdOT 
(11) stehen und gegenponge Elektroden fur den 
Elektrolyten (12) bilden. 

2. Verfahren nach Ansprucb 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Elektrolyt (U) eine Elektrolytpaste ver- 
wendet wird. 

3. verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafl der Elektrolyt (11) im Siebdruckverfahren auf- 
gebracfat wird. 

4. verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Elektrolyt (11) unter verwendung einer 
Maske aufgetragen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicb- 
net, dafl als Elektrolyt (U) eine Elektrorytfolie verwen- 
detwint 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bi* 5. da- 
durch gekennzeichnet, daB die zweite I^itcrbahnstruk- 
Urr (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) i n Laminier- 
technik aufgebracfat wird. 

7. verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste leiterbahnstruktur 
(8) und die zweite Ldterbahnstruktur (9) auBer den 
Teifcereichen (8b bzw. 9b), die als Elektroden fur den 
Elektrolyt dienen. jewefls einen zweiten leilbereich 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elektroden fur ein Dis- 
play (2) und/oder eine lastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3X umfaa- 
send eine erste Leiterbahnstruktur (8) mit einem Hal- 
bereicfa (8b) und eine zweite Leitcrbahnstrukfur (9) mit 
einem Teilbereich (9b), wobei zwischen den Teilberei- 
chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist daB 
sich doe Teflberefcfae (8b, 9b) der Leitexbahnsmikturen 
(8,9) in direkxem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be- 
finden und gegenpolige Elektroden fur den Hektroly- 
ten(U) bilden. 

9. Qnpkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafl <fie Teilbereiche (8b, 9b) der ersten und zwei* 
ten Lriterbahnstruknnrn (8, 9) unensinander angeord- 
net sind. 

10. Chipkarte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Elektrolyt eine Paste oder Folie 
ist 

11. Chipkarte nach einem der Anspruche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Ixiterbahnstrukturen (8, 
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9) aufier den Teilberachen (8b v 9b), die all Eektroden 
fOr den Eleklxolyten (U) dicocn. weitext THIbereiche 
(8c bzw. 9c) aufweisen, die aU Hetaodeo fQr ein Di»- 
play (2) und/oder cine Ta st a ta r dicnen. 
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